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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique
AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internat'ona =s.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresse rar >
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen:>les, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Crgan. -ation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux orga. ‘satiins

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dar.» la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nctionaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internaticnales. 'ls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comm  tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de .» CE\ s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales ‘=..a CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEIl st la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme irZ'cati »n d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I’'vne d : ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments Je Ic preccnte Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits ai aloges. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de prop .c.é et e ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIlI 61747-1 a été étaviic par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectroniques, d'affichage et d'imagerie. du comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a
semiconducteurs.

La présente partie 1 constitue la spécificaii« n générique dans le Systeme CEI d'assurance de
la qualité des composants électroni1ies (IECQ) pour les dispositifs d'affichage a cristaux
liquides et a semiconducteurs.

La présente version consolial= de la CEI 61747-1 comprend la premiéere édition (1998)
[documents 47C/200/FDIS® e. 4/C/205/RVD] et son amendement1 (2003) [documents
47C/288/FDIS et 47C/294/K D1

Le contenu techniqu: e cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amenc >me nt; cette version a été préparée par commodité pour I'utilisateur.

Elle porte le niiiAro d'éuition 1.1.

Une ligne articale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Le nuin4i0 QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
crécificatic n dans le Systeme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

‘es annexes C et D font partie intégrante de cette norme.
Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to nron ote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fiei's. 1>
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prepa-atic. is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt wii. . may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organi.:~tio\ = liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International drganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betweei.  the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as_nea.’)* as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical commi. =e ha. representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international :s: ai.1 are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they ~re : ccepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committecs ( ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their ncional and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding nat onal oi regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its apprci/al «nd cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stand~rds.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elemi nts ¢f this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for iac=*ying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-1 has beei prenared by subcommittee 47C: Optoelectronic,
display and imaging devices, of IEC technicai<.ommittee 47: Semiconductor devices.

This part 1 forms the generic specificiticn in the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ) for liquid crystal «.nd solid-state display devices.

This consolidated version of IEC 6.747-1 consists of the first edition (1998) [documents
47C/200/FDIS and 47C/205/2Mb;+.nd its amendment 1 (2003) [documents 47C/288/FDIS and
47C/294/RVD].

The technical content is ‘herefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition nun.hYer 1.1.

A verticai linc in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment .

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the 12 Q Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Arnexes © and D form an integral part of this standard.
Aonexes A and B are for information only.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or

*+ amended.
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d’application

Cette publication contient des spécifications génériques concernant les dispositifs d’affichag= a
cristaux liquides et a semiconducteurs. Elle définit des procédures générales portan’ st~
I’évaluation qualité a mettre en oeuvre dans le cadre du systéeme IECQ, et établit des reg.es
générales concernant les méthodes de mesure des caractéristiques électriques et optirues, les
essais climatiques et mécaniques et les essais d’endurance.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pcir Icopucation du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Puur les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'aopl'que (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), Symboles littéraux a utitiser =n_:lectrotechnique

CEI 60050 (toutes les parties), Vocabulaire Electro’cchn.yue International

CEI 60068 (toutes les parties), Essais d’environnement

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnemen. --+?artie 1: Généralités et guide

CEI 60068-2 (toutes les parties), =ss.»is d'environnement — Partie 2: Essais

CEI 60191 (toutes les parties). Nc -malisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs

CEI 60191-1:1966, Normal.-atibn mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Premiére
partie: Préparation des u 2ssins des dispositifs a semiconducteurs

CEI 60191-2:1966, 1. 2rrialisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Deuxieme
partie: Dimensinns

CEI 60191-2:1974, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 3:
Regles qénéreales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

CEi 504 ,.:1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs
“E1'00617 (toutes les parties), Symboles graphiques pour schémas
CEI 60747 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets

CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiere partie: Généralités
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 61747 is a generic specification for liquid crystal and solid-state display
devices. It defines general procedures for quality assessment to be used in the IECQ sys*em
and gives general rules for measuring methods of electrical and optical characteristics, rulcs
for climatic and mechanical tests, and rules for endurance tests.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application ¢© this \'ocument. For
dated references, only the edition cited applies. For undated reference:. tho latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical tec/inology
IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabiilary.

IEC 60068 (all parts), Environmental testing

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: Gceieral and guidance
IEC 60068-2 (all parts), Environmental tes.ia - Part 2: Tests

IEC 60191 (all parts), Mechanica! sta -arlization of semiconductor devices

IEC 60191-1:1966, Mechanica' st. ndardization of semiconductor devices — Part 1: Preparation
of drawings of semiconductur Jevices

IEC 60191-2:1966, Mechconical standardization of semiconductor devices — Part 2: Dimensions

IEC 60191-3:1974, M cnanical standardization of semiconductor devices — Part 3: General
rules for the prey aration of outline drawings of integrated circuits

IEC 60410:1+73, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60u* 7 (all parts), Graphical symbols for diagrams
‘EC 00747 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General


https://www.stdhive.com/standards/iec-61747-1-ed-11-b2003-pdf/

-10 - 61747-1 © CEI:1998+A1:2003

CEI 60747-5:1992, Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Cinquieéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CEI 60747-10:1991, Dispositifs a semiconducteurs — Dixieme partie: Spécification générique
pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés
CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEIl 61747-2-1:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et & semiconducteurs — Partie 2-1:
Modules d'affichage a cristaux liquides (LCD) monochromes a matrice passive — Spécificction
particuliere cadre

CEIl 61747-3-1:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et a semiconducteur: - i*arti= 3-1:
Cellules d'affichage a cristaux liquides (LCD) — Spécification particuliere cadre

CEIl 61747-4:1998, Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et a semiconc:'ctcurs — Partie 4:
Modules et cellules d'affichage a cristaux liquides — Valeurs limites et caractérictiques essentielles

CEI 61747-5, — Dispositifs d’affichage a cristaux liquides et a s>/nic>naucteurs — Partie 5:
Environnement, méthodes d’essais d’endurance et mécaniques

QC 001002:1986, Regles de procédure du Systéme CEI ~accurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ)

ISO 1000:1992, Unités Sl et recommandations pour I cmp./ai de leurs multiples et de certaines
autres unités

1ISO 1101:1983, Dessins techniques — Tolérancement géométrique — Tolérancement de forme,
orientation, position et battement — Généralité... définitions, symboles, indications sur les dessins

ISO 2859 (toutes les parties), Regles <"2crcatillonnage pour les contrbles par attributs

ISO 8601:1988, Eléments de c'on.2ées et formats d’échange — Echange d’information -
Représentation de la date et d= It eure
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IEC 60747-5:1992, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 60747-10:1991, Semiconductor devices — Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits
IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747-2-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devices — Part 2-1: Passive matrix
monochrome LCD modules — Blank detail specification

IEC 61747-3-1:1998, Liquid crystal and solid-state display devices — Part 3-1: Liquid crystal
display (LCD) cells — Blank detail specification

IEC 61747-4:1998, Liquid crystal and solid-state display devices — Part 4: Liquid crystal display
modules and cells — Essential ratings and characteristics

IEC 61747-5, — Liquid crystal and semiconductor devices — Part 5: Environmental, endurance
and mechanical test methods

QC 001002:1986, Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

ISO 1000:1992, S/ units and recommendations for the use of their multiples and of certain
other units

ISO 1101:1983, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form,
orientation, location and run-out — Generalities, definitions, symbols, indications on drawings

ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes

ISO 8601:1988, Data elements and interchange formats - Information interchange -
Representation of dates and times






